4, MONTAZ ELEMENTOW

Lutowame | czyszczenie
o p{ytek drukowanych

/

Z TEGO'ROZDZIALU DOWIESZ SIE:

® na czym polega lutowanie miekkie, a na czym — lutowanie twarde,
= jakie s3 najczestsze btedy lutownicze,

m jaka jest kolejnos¢ montazu.

Montaz elementéw dzieli sie na dwa rodzaje: mechaniczny i elektryczny.
Montaz mechaniczny przeprowadza sie za pomoca:

srub,

wkretéw,

zatrzaskow,

zaciskow,

kotkéw mocujacych,

nitowania.

ZAPAMIETA]

W czasie montazu elementéw elektronicznych nalezy pracowa¢ na uziemionym stano-
wisku. Nalezy natozy¢ bransolete uziemiajgca, by unikna¢ uszkodzenia elementéw przez
fadunki elektrostatyczne.

Montaz elektryczny zazwyczaj polega na lutowaniu elementéw. Lut, oprécz petnienia
funkcji przewodnika, mechanicznie montuje elementy do podtoza, jakim najczesciej jest
laminat.

4.1.1. Lutowanie

W elektronice uzywa sie lutowania miekkiego, podczas ktérego temperatura spoiwa nie
przekracza 450°C. Najczesciej pracuje sie w temperaturze zblizonej do 250°C.

E) WARTO WIEDZIEC

Do lutowania twardego uzywa sie innego typu spoiwa, Wymaga]qcego znacznie wyzszej
temperatury — od 450°C do 2000°C. Lutowanie twarde najczesciej odbywa sie w tempera-
turze 800-1200°C.

Aby lutowanie bylo dobrej jakosci, jego szybko$¢ musi by¢ na tyle duza, by nie prze-
grza¢ (przekroczy¢ temperatury katalogowej dla procesu lutowania) elementéw elektro-
nicznych i nie doprowadzi¢ do przegrzania punktu lutowniczego, a tym samym odklejenia
go od laminatu. Co ciekawe, szybko$¢ lutowania powinna by¢ tez na tyle mata, by dobrze
nagrza¢ punkt lutowniczy i wyprowadzenie elementu.



4.1. LUTOWANIE I CZYSZCZENIE PLYTEK DRUKOWANYCH

Zasadniczo lutowanie mozna przedstawi¢ w trzech prostych krokach:
1. Przylozenie grota lutownicy jednocze$nie do elementu i pola lutowniczego.
2. Rozgrzanie lutowanych powierzchni.
3. Roztopienie cyny o rozgrzane elementy.

4.1.2. Btedy lutownicze

Teoretycznie lutowanie jest procesem bardzo prostym, wymaga jednak sporo praktyki, by
rezultaty pracy byly zadowalajace.

ZAPAMIETA]J

Nie wolno roztapia¢ cyny na grocie i przenosi¢ jej p6zniej na elementy elektroniczne
i pole lutownicze. Nieprzestrzeganie tej zasady jest jednym z najczestszych bledéw lu-
towniczych.
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Rys. 4.1. Charakterystyka lutéw: A — prawidtowy, B — za duzo cyny, C — za malo cyny, D — lut nie
dotyka pola lutowniczego, E — lut nie dotyka wyprowadzenia elementu, F — lut niesymetryczny

A. Prawidlowy lut jest blyszczacy, pokrywa cate pole lutownicze i wyprowadzenie ele-
mentu.

B. Za duza ilo$¢ cyny sprawia, ze lut rozpltywa sie na boki, co moze by¢ przyczyng
zwarcia w przypadku sgsiadujacych pdl lutowniczych. Duza ilo$¢ goracej cyny moze
stanowic¢ ryzyko przegrzania elementu. Marnuje si¢ wtedy do$¢ drogi materiat lu-
towniczy.

C. Zbyt mata ilo$¢ cyny powoduje, ze element nie jest wlasciwie umocowany i w razie
drgan cyna moze ulec oderwaniu od pola lutowniczego.

D. Cyna znajdujaca sie tylko na wyprowadzeniu elementu sprawia, ze pole lutownicze
nie jest nig zwilzone. Najczestsza przyczyna takiego stanu rzeczy to: pole lutownicze
pokryte warstwg tlenkéw lub nienagrzane. Takie polaczenie zapewnia styk elektrycz-
ny miedzy wyprowadzeniem i polem lutowniczym, jednak nie jest on pewny i moze
szwankowad, np. w razie zmiany temperatury lub wibracji.

E. Brak cyny na wyprowadzeniu elementu moze by¢ zwigzany z tym, ze wyprowadze-
nie elementu jest silnie utlenione i nie daje si¢ zwilzy¢ cyng lub nie jest wlasciwie
nagrzane.

F. Przyczyng niesymetrycznego pokrycia cyng wyprowadzenia i pola lutowniczego jest
niewla$ciwe nagrzanie elementéw. Takie potaczenie wywotuje naprezenia mechanicz-
ne, co jest zjawiskiem niekorzystnym.

ZAPAMIETA]J

W czasie lutowania, gdy wykorzystuje si¢ topniki, wydzielaja si¢ szkodliwe substancje. Dla-
tego proces lutowania nalezy przeprowadza¢ w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, naj-
lepiej z wyciggiem, przy stanowisku lutowniczym, lub korzysta¢ z pochtaniaczy oparéw.

183




4. MONTAZ ELEMENTOW

4.1.3. Przygotowanie elementéw i kolejno$¢ montazu

Ele ‘enty przed lutowaniem trzeba odpowiednio przygotowa¢. Elementy do montazu
THT nalezy przymierzy¢ i skréci¢ wyprowadzenia. Elementy SMD trzeba wyja¢ z opako-
wan (elementy SMD sprzedaje si¢ w tasmach).

Montaz rozpoczyna sie od elementéw najmniejszych i przechodzi do coraz wigkszych.
W ten sposéb nie blokuje sie i nie utrudnia pracy.

W elementach takich jak tranzystory i inne wymagajace przykrecanego radiatora naj-
pierw montuje sie radiator, dociska §ruby, a nastepnie lutuje. Taka kolejno$¢ pozwala unik-
na¢ naprezenia ptytki drukowanej i uniemozliwia np. odklejenie punktéw lutowniczych
lub uszkodzenie elementu.

4.1.4. Czynnosci konicowe

Po zakonczeniu montazu nalezy sprawdzic jego poprawnosc:
e Czy wszystkie elementy s3 na swoich miejscach?

Czy elementy sg wlasciwie umieszczone?

Czy widac nieprawidlowosci lutowania?

Czy nie ma widocznych uszkodzen ptytki i elementéw?

Jezeli ogledziny i weryfikacja przebiegly pomyslnie, ptytke nalezy oczysci¢ z resztek
topnika, o ile producent topnika nie zaleca inaczej.

Po oczyszczeniu i osuszeniu plytki ponownie dokonuje sie ogledzin i przeprowadza,
o ile istnieje taka potrzeba:
e dodatkowe klejenie duzych elementéw,
* unieruchomienie cewek i rdzeni cewek za pomoca kleju lub lakieru.

Montaz mechaniczny zazwyczaj wykonuje sie na samym koncu. Montuje si¢ wtedy
plytki drukowane do kotkéw plastikowych wkretami, a do metalowych — §rubami. Czasem
w urzadzeniach montuje sie ptytki drukowane warstwami.

Dodatkowo w urzadzeniach, ktére maja pracowac w specjalnych warunkach, zalewa si¢
zywicg lub silikonem plytke drukowang wraz z elementami.

SPRAWDZ SWOJA WIEDZE

Wymienr podstawowe btedy lutownicze.
W jakim celu myje sie ptytki drukowane?
{. Podaj zalecang kolejno$¢ montazu elementéw elektronicznych.
W jakiej temperaturze przebiega proces lutowania i od czego ona zalezy?
Jak przygotowuje sie elementy do lutowania?




